1. Date despre program

Universitatea

Politehnica
Timisoara

FISA DISCIPLINEI

1.1 Institutia de Tnvatamant superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea’ / Departamentul?

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale / Electronica
Aplicata

1.3 Domeniul de studii (denumire/cod 3)

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale 20/20/100

1.4 Ciclul de studii

Licenta

1.5 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)

Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii /20/20/100/20 / Tehnologii si
Sisteme de Telecomunicatii

2. Date despre disciplina

2.1a Denumirea disciplinei/Categoria formativa*

Constructia si tehnologia echipamentelor electronice / DS

2.1b Denumirea disciplinei in limba engleza

Construction and technology of electronic equipment

2.2 Titularul activitatilor de curs

Conf. dr. ing. loan LIE

2.3 Titularul activitatilor aplicative asistate®

S.I. dr. ing. Septimiu LICA

2.4 Anuldestudi® |3 | 2.5 Semestrul

2| 2.6 Tipulde evaluare | E | 2.7 Regimul disciplinei’ | DOP

3.Timpul total estimat (al activitatilor didactice)

3.1 Total ore din planul de invatamant | 75,dincare: [3.2A1 [28[337C [0 [34AT [0 [35AA |28

3.6 Distributia fondului de timp pentru activitati de pregatire individuala asociate disciplinei ore

3.6.1 Studiul individual dupa resurse 1

3.6.2 Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 1

3.6.3 Pregatire seminarii/laboratoare, activitati asistate 6

3.6.4 Elaborare de teme de casa, referate, de portofolii, eseuri si altele 8

3.6.5 Autoevaluare, Examinari 2

3.6.6 Alte activitati 1

Total ore activitati de pregatire individuala din planul de invatamant (11;%

3.7 Total ore pe semestru 75

3.8 Numar de credite 3

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum e Tehnici CAD pentru realizarea modulelor electronice

4.2 de rezultatele invatarii Buna utilizare a calculatorului

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfagurare a cursului Sala de minim 90 locuri dotata cu proiector

5.2 de desfasurare a activitatilor Laborator dotat cu statii de lucru pe care sa poata fi rulate mediile de simulare si
practice proiectare asistata de calculator (CAD)

6. Rezultatele invatarii la formarea carora contribuie disciplina

Cunostinte e C10.Studentul/absolventul explica si interpreteaza desenele care detaliaza proiectarea produselor, a

electronice.

instrumentelor si a sistemelor de inginerie electronica.

e C20. Studentul/absolventul explicd metodele si etapele de concepere, dezvoltare si testare a
prototipurilor electronice si microelectronice.

e (C21. Studentul/absolventul descrie fundamentele proiectarii asistate de calculator (CAD) si aplicarea
acestora in dezvoltarea prototipurilor si sistemelor electronice.

e (C28.Studentul/absolventul explica si coreleaza concepte si principii fundamentale de design
electronic, inclusiv cerinte functionale, tehnologice si de fabricatie pentru produse electronice.

e (C39. Studentul/absolventul explica proceduri si tehnici de asamblare si lipire pentru placi si module




C42. Studentul/absolventul explica ciclul de viata al firmware-ului, de la specificatii si proiectare pana
la implementare, testare si mentenanta.

Abilitati

A12. Studentul/absolventul proiecteaza circuite electronice de complexitate mica/medie si le
implementeaza utilizand tehnici CAD

A22. Studentul/absolventul creeaza si/sau executd un plan sau specificatie pentru proiectarea unor
sisteme electronice.

A31.Studentul/absolventul deseneaza schite si proiecteaza sisteme, produse si componente
electronice utilizand programe si echipamente informatice de proiectare asistata de calculator
(CAD).

A47. Studentul/absolventul este capabil sa utilizeze software CAD si instrumente informatice
avansate pentru proiectarea si documentarea produselor electronice.

A56.Studentul/absolventul interpreteaza si aplica specificatii de proiectare pentru realizarea
designului de produs in domeniul electronic.

A45. Studentul/absolventul este capabil sa proiecteze si pregateasca prototipuri pentru productie,
respectand normativele tehnice si economice.

A67. Studentul/absolventul asambleaza componente hardware, utilizand scheme electrice,
instrumente de masurare si tehnologii de montaj.

AB9. Studentul/absolventul lipeste piese electronice pe placi de circuite imprimate, aplicand tehnici

de lipire manuald si/sau automatizata, in conditii de calitate si siguranta.

Responsabilitat
e si autonomie

RA23. Studentul/absolventul demonstreaza capacitatea de a lucra autonom si lua decizii in procesul
de proiectare si realizare a prototipurilor, de la concept la productie.

RA25. Studentul/absolventul demonstreaza capacitatea de a demonstra autonomie si initiativa in
utilizarea instrumentelor CAD, respectand normele etice si profesionale.

RA37. Studentul/absolventul demonstreaza autonomie in conceperea designului de produs si in
selectia solutiilor tehnice.

RA42. Studentul/absolventul coordoneaza procesele de productie si testare, integrénd rezultatele
obtinute in documentatia tehnica si in procedurile de validare.

RA44. Studentul/absolventul Tsi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea si siguranta
proceselor de asamblare si lipire a componentelor electronice.

7. Obiectivele disciplinei (asociate rezultatelor invatarii de la punctul 6)

e Familiarizarea cu tehnologiile de constructie a echipamentelor electronice
Asimilarea de cunostinte teoretice privind tehnologiile de fabricare a modulelor electronice
Asimilarea de cunostinte teoretice privind aspectele de natura electromagnetica si termica ce intervin la transformarea unui
proiect intr-un produs electronic
Dobandirea de abilitati practice privind proiectarea tehnologica, fabricarea si asamblarea modulelor electronice

8. Continuturi

8.1 Activitati de autoinstruire (Al) Numar de ore Metode de predare

Managementul termic al modulelor electronice

studiu de caz.

Tehnologii de incapsulare a componentelor electronice 2 Expunere de slide-uri
Tehnologii de fabricare a circuitelor imprimate 4 cu 1;0|OSIF9 PFCl;leCtOF‘
” . relegere pe baza
Tehnologii de asamblare a modulelor electronice 5 prelegere p
- — materialelor expuse,
Protectia electrostatica 2 conversatie, explicatie,
Integritatea semnalelor 5 exemplu,
Integritatea retelei de alimentare 4 demonstratie, analiza
4 comparativa,
2

Fluxul proiectare-fabricare asistata de calculator

Bibliografie

1. C. Coombs, H. Holden: Printed Circuits Handbook, McGraw Hill, 2007
2. G. Blackwell: The Electronic Packaging Handbook, CRC Press, 1999

3. |. Lie — Constructia si tehnologia echipamentelor electronice, note de curs, 2020, https://cv.upt.ro/course/view.php?id=2566.

8.2 Activitati aplicative asistate Numar de ore Metode de predare




8.2.1 AT activitati de tutorat

Bibliografie
8.2.2 TC teme de control Numar de ore Metode de predare
Bibliografie
8.2.3 AA activitati aplicative asistate Numar de ore Metode de predare
Fabricarea circuitelor imprimate simplu-stratificate 2 Experiment, analiza
Echiparea si punerea in functiune a unui modul electronic 2 comparativa
— PR 2 demonstratie,
Reflexii si adaptari de impedanta 2 )
— - — e simulare, metoda
Cuplaje parazite pe placile de circuit imprimat 2 proiectelor
Analiza termica asistata de calculator 2 Analiza comparativa
demonstratie,
simulare, metoda
proiectelor
Proiectarea tehnologica asistata de calculator 18 Analiza comparativa
demonstratie,
simulare, metoda
proiectelor

Bibliografie

1. H. Carstea, A. Avram, M. Rangu: Tehnologie Electronica, Ed. Augusta, 2003

2. 1. Lie, S. Lica — Constructia si tehnologia echipamentelor electronice, lucrari de laborator, 2020,
https://cv.upt.ro/course/view.php?id=2566.

9. Evaluare

9.3 Pondere din

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare' 9.2 Metode de evaluare C
nota finala

- Cunoasterea tehnologiilor
de fabricare a circuitelor
imprimate si de incapsulare
a componentelor.

- Cunoasterea tehnologiilor
de asamblare a modulelor
electronice si a fluxului de
fabricatie a acestora

- Capacitatea de utilizare

Cunostintele teoretice se verifica prin examen
scris cu durata de 2,5 ore care poate fi
refacut in conditiile prevazute de regulament.
Subiectul de examen contine un set de
intrebari teoretice de tip grila si o problema de
proiectare cu 4 subpuncte.

9.4 Activitati de

0,
autoinstruire (Al) 50%




adecvata a notiunilor
predate pentru analiza
integritatii semnalelor si a
retelei de alimentare.

- Intelegerea studiilor de caz
privitoare la proiectarea
pentru asigurarea
managementului termic.

9.5 Activitatj

o TC:
aplicative

AT:

AA: - Cunoasterea
tehnologiilor de fabricare a
PCB si aplicarea acestora la
proiectarea asistata de
calculator a circuitelor
imprimate.

- Dobandirea de abilitati
pentru utilizarea notiunilor
predate la proiectarea pentru
asigurarea integritatii
semnalelor si a retelei de
alimentare.

- Aplicarea cunostintelor
predate la proiectarea pentru
asigurarea managementului
termic.

- Capacitatea de aplicare a
cunostintelor referitoare la
stadiile de fabricatie a
sistemelor electronice pentru
rezolvarea unei teme de
proiectare a unui modul
electronic.

La finalizarea fiecarui set de lucrari de
laborator se verifica gradul de insusire a
cunostintelor practice si de rezolvare a
sarcinilor impuse printr-un test de solutionare
a unei probleme de proiectare. Media
ponderata a testelor constituie nota la
activitatea pe parcurs.

50%

9.6 Standard minim de performanta (se prezinta cunostintele minim necesare pentru promovarea disciplinei si modul in care
se verifica stapanirea lor'”)

e Alcatuirea subiectelor de examen are in vedere ca jumatate dintre acestea sa se refere la aspecte de baza privitoare
la : tehnologiile de ncapsulare a componentelor si de fabricare a circuitelor imprimate, tehnologiile de asamblare a
modulelor electronice si fluxul de fabricatie, integritatea semnalelor si a alimentarilor, managementul termic.
Problema de proiectare contine de asemenea o sectiune de dificultate medie referitoare la aspecte de baza ale
managementului termic si integritatii semnalelor/alimentarilor. Tratarea chestiunilor amintite asigura nivelul minim
pentru promovare.

.- Titular de curs Titular activitati aplicative
Data completarii N -
(semnatura) (semnatura)
03.10.2025
Director de depart t DeL D
rector ce epua ament Be Data avizarii in Consiliul Facultatii'® ecvan
(semnatura) (semnatura)

07.10.2025




